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Silica konzentﬂert sich auf
Energie sparende MCUs mit HF-Schnittstelle

Waren friiher I

ke MCUs die

fiir Inno-

vation und neue Produkte in hochkomplexen Systemen, aber auch
in Alltagsprodukten, so richten heute die Anwender ihr Augen-
merk meist auf ganz andere Dinge.

Kariheinz Welgl, Sillca
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Gefragt sind vor allem eine gerin-

ge Leistungsaufnahme, Kleine

Chipfléchen, neu entstehende Ver-

bindungsstandards, niedrige Kos-

ten und ein schnelles Time-to-

Markm Mittelpunkt dieser Ent-
sind die

ler mit vielen Funktionen. In Kom-
bination mit dem Chipcon-RF-
Baustein von T1 entsteht eine ein-
fache und effiziente Lsung fiir
drahtlose, Energie sparende An-
wendungen mit HF-Verbindung.
Karlheinz Weigl, Regional Vice
President Central Europe bei Sili-
ca, erklrt: »Nachdem unsere Kun-
den immer mehr Energiesparende
Lasungen mit erweiterter Con-
nectivity- fordern,

Interesse, die auf dem Cortex-M3-
Prozessorkern von ARM basieren
und speziell auf die Anforderun-
gen von Embedded-Anwendun-
gen zugeschnitten sind. Daneben
sollten auch nicht die R8C- und
MI6C-Plattformen von Renesas
sowie die vielseiligen PSoC-Bau-
steine von Cypress vergessen wer-
den, so Weigl weiter.

»Heute stehen den Entwick-

i mehr Produkte

haben wir mit Texas

ler. Avnets i i Si-

fiir ihre Entwicklungen zur Verfii-

lica beobachtet seit Jahren, dass
die Anforderungen der Design-In-
genieure sich auf »Low Powera
und »HF-Funktionalitit« richten,

|
unteresse an Low-End-MCUs lisst nach |

ein i Pro-

wahrend das Interesse an reinen
Low-End-MCUs nachlasst.

Zu den wichtigsten Anwen-
dungen und Markureibern dieser
Entwicklung zahlen unter ande-
rem i

gramm aufgesetzt, das auf diese
Anforderungen zugeschnitten ist
und solche Losungen liefert. Die-
se Allianz beinhaltet einen inten-
sivierten Demand-Creation-Sup-

gung, als dies je der Fall war. Als
Distributor wollen wir den Markt
und seine Entwickler in allen er-
wihnten Produktbereichen unter-
stiitzene, erklart Karlheinz Weigl.

Mit der jiingst wieder aufge-

sungssysteme fiir zuhause, orga-
nische Elektronikprodukte, Auto-
matisierung, NFC (Near Field
Communcation), RFID, Zugangs-
kontrolle und Gebiudesicherheit
sowie kapazitive Sensorik und

port,
derte Workshops fiir Kunden, mit
denen sie einen tief greifenden
Einblick in Entwicklungen mit
dem MSP430 und mit HF erhal-
ten.« Dariiber hinaus arbeitet der
Distributor an einem Entwick-

Vom architektonischen Stand-
punkt aus zdhit der MSP430 von
‘Texas Instruments zu den interes-
santesten Produlkten, ein Control-

, das Anfang April
verfiigbar sein soll

Neben der T-Lésung sind aber
auch die neuesten Mitglieder der
32-Bit-MCU-Familie von ST von

zZwi-
schen Silica und Microchip erwei-
tert der Distributor seinen Fokus
auf Mikrocontroller. Beide Unter-
nehmen wollen eng zusammenar-
beiten. Schwerpunkte bilden die
PIC-Familie von Microchip, ange-
fangen bei den Low-End-PIC10-
Produkten bis hin zu den bekann-
ten PIC16-MCUs, dem dsPIC
(Controller mit DSP-Funktionali-
(i) sowie dem PIC32. (st/cs) M
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